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第 45回日本伝熱シンポジウムのご案内 
 
開 催 日： 平成 20年 5月 21日 （水） ～ 5月 23日 （金） 
シンポジウムテーマ： －熱・サイエンス・ひと・未来－ 
会   場：  つくば国際会議場 

  （秋葉原からつくばエクスプレス線快速で 45分＋徒歩 10分） 
 （〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2-20-3，Tel. 029-861-0001，http://www.epochal.or.jp/） 

 
特別講演： 宇宙飛行士 毛利衛氏「宇宙から見た新しい地球圏」（大ホール：5月 23日 11:00～12:30） 
会長セッション： 柘植綾夫会長「日本伝熱学会の社会的使命と体制」（中ホール 300：5月 22日 16:20～16:55） 
総会： 中ホール 300 ：5月 22日 17:00～18:20 
懇親会： 多目的ホール ：5月 22日 18:40～20:40 
 
ホームページ URL： http://www.rs.noda.tus.ac.jp/~nhts45/index.html 
 
シンポジウムの形式 
・講演発表形式として， 

a） 通常の一般セッション（口頭発表） 
b） 特別セッション（オーガナイズド形式の口頭発表） 
c） 学生および若手研究者を対象とする優秀プレゼンテーション賞セッション（短時間の口頭発表とポ
スター発表） 

を実施します． 
 
参加登録と参加費用等： 
・事前申込みは 4 月 18 日で締め切りました．振込は，4 月 25 日までです。それまでに振り込んでいただけ
なかった場合は，参加費，懇親会費とも会場申込料金を適用し，当該金額または差額を会場にて申し受け
ることとさせて頂きます． 
・ 事前申込期限の 4月 18日（金）以降でも，Webページからの参加登録にご協力をお願いいたします．例
年のように，シンポジウム当日の参加申込もできます． 
・シンポジウム参加費 

一般（事前申込：10,000円，会場申込：12,000円） 学生（事前申込：5,000円，会場申込：6,000円） 
・講演論文集 

伝熱学会会員：無料（電子版は J-STAGE上で事前に公開します．印刷版・CD-ROMはシンポジウム
参加者に当日配布いたします．非参加の会員のうち希望者には CD-ROMを事後に郵
送しますので，開催後一ヶ月以内に，学会事務局にメールでお申し込みください．
その際は氏名・送付先を明記してください．） 

非会員：8,000円（伝熱学会に入会される場合は（当日受付での入会を含む），無料になります．） 
 
本シンポジウムの講演論文は，シンポジウム参加者および日本伝熱学会会員（2008 年度会員）の
皆様に J-Stage のサイトを通じて公開されます．公開日は 2008 年 5 月 14 日（水）です．特許に関
わる公知日もこの日になります． 
J-Stage 上の電子版論文集は，日本伝熱学会→日本伝熱シンポジウム→第４５回伝熱シンポジウム
→講演論文集（電子版），で J-Stage の当該ページに入り，下記の購読者コードとパスワードを用い
てダウンロードすることができます。なお，このサイト上での論文公開は，従来行って参りました
日本伝熱学会会員への郵送による講演論文集 CD-ROM の事前配布に代わるものです． 
J-Stage：購読者コード：******，パスワード：******** 
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